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产品特点

 低静态电流：300µA

 共模输入电压范围: -7V 至+12V

 三态输出

 50ns 传输延迟，5ns 偏差

 可提供半双工版本

 运行时 5V 单电源供电

 总线上可以接入高达 32 个接收器

 数据传输速率：10 Mbps

 限流和热关闭用于驱动过载保护

 增强的 ESD 规范：

• IEC61000-4-2 标准中±15kV 空气放电标准

• IEC61000-4-2 标准中±8kV 接触放电标准

产品应用

 低功耗 RS-485 系统

 DTE/DCE 接口

 数据包交换

 本地网络 （LNAs）

 多路数据转换器

 数据集中

 集成服务数字网络 （ISDN）

产品描述

CBM485 是基于 RS-485 和 RS-422 通信标准的低功耗收发器，芯片 IC 包含一个驱动程序和一个接

收器。

CBM485 没有驱动摆率限制，传输速率高达 10Mbps。在没有驱动器，无负载或全负载情况下，收

发器使用 120µA 至 500µA 的供电电流工作。全部加载工作时使用 3.3V 单电源供电。驱动器通过设置驱

动输出为高阻抗状态的过热保护电路进行短路电流限制和超功率耗散保护。接收器输入具有失效保护特性，

当输入开路时，可确保逻辑高电平输出。

接收器输入在输入为开路电流时具有确保高电平逻辑输出的故障安全功能。
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引脚分配

图 1

引脚描述

引脚编号 符号MSOP/SOP（CBM485） 输入/输出 功能

1 RO 输出
接收器输出：若A > B 200mV，则RO为高电平；
若A < B 200mV，则RO为低电平。

2
一一一一

RE --
接收器输出使能。当RE为低电平时，RO有效；当RE为高
电平时，RO为高阻状态。

3 DE --

驱动器输出使能。DE变为高电平时，驱动器输出Y与Z有
效；当DE为低电平时，驱动器输出为高阻状态。当驱动器
输出有效时，器件被用作线驱动器。而高阻状态下，若RE
为低电平，则器件被用作线接收器。

4 DI 输入
驱动器输入。DI上的低电平强制输出Y为低电平，而输出Z
为高电平。同理，DI上的高电平强制输出Y为高电平，输
出Z为低电平。

5 GND -- 地。

6 A 输入 接收器同相输入端和驱动器同相输出端。

7 B 输入 接收器反相输入端和驱动器反相输出端。

8 VCC -- 正电源：4.75V ≤ VCC ≤ 5.25V。
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绝对最大额定值

12V供电电压12V（VCC） 连续功率损耗(TA= +70℃)

控制输入电压：-0.5V至 (VCC+ .5V) 8引脚塑料双排直插封装（高于+70/°C 减少用量是 9.09 mW/°C）

727mW

驱动输入电压(DI)-0.5V 至 (VCC+0.5V) 8引脚SOP封装（高于+70℃/°C 减少用量是 9.09 mW/°C）

驱动输出电压(A, B) -8V 至 +12.5V 工作温度范围-40℃至 +125℃

R接收器输出电压(A, B) -8V 至 +12.5V 存放温度范围-65℃至 +160℃

* 超出上述绝对最大额定值可能会导致器件永久性损坏。这只是额定最值，并不能以这些条件或者在

任何其他超出本技术规范操作章节中所示规格的条件下，推断器件能否正常工作。长期在绝对最大额定值

条件下工作会影响器件的可靠性。
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直流电气特性

（VCC = 5V ±5%, TA = TMIN 至 TMAX,除非另外说明）（注：1，2）

参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位

差分驱动器输出（不加载） VOD1 5 V

差分驱动器输出（加载） VOD2

R = 50Ω (RS-422) 2
V

R=274Ω (RS-485), Figure 0 1.5

补偿输出状态时驱动器差分输出电压变化幅度 ∆VOD R = 27Ω or 50Ω, Figure 0 0.2 V

驱动器共模输出电压 VOC R = 27Ω or 100Ω, Figure 0 3 V

补偿输出状态时驱动器共模输出电压变化幅度 ∆VOC R = 27Ω or 100Ω, Figure 0 0.2 V

高电平输入电压 VIH DE, DI, RE 2.0 V

低电平输入电压 VIL DE, DI, RE 0.8 V

输入电流 IIN1 DE, DI, RE ±2 μA

输入电流（ A, B） IIN2 DE = 0V ; VCC=0V or 5.25V;
VIN=12V 1.0

mA
VIN=-7V -0.8

接收器差分阈值电压 VTH -7V ≤ VCM ≤12V -0.2 0.2 V

接收器输入迟滞电压 ∆VTH VCM = 0V 70 mV

接收器高电平输出电压 VOH IO = -4mA, VID = 200mV 3.5 V

接收器低电平输出电压 VOL IO = 4mA, VID = -200mV 0.4 V

接收器三态（高阻抗）输出电流 IOZR 0.4V ≤ VO ≤ 2.4V ±1 µA

接收器输入电阻 RIN -7V ≤ VCM ≤ 12V 12 kΩ
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空载电流（注3） ICC

DE = VCC 500 900

RE = 0V or VCC 300 500
μA

DE = 0V

驱动器短路电流 IOSD1 -7V≤VO≤12V (Note 4) 35 250 mA

VO =驱动器高电平短路电流 IOSD2 -7V≤VO≤12V (Note 4) 35 250 mA

VO =驱动器低电平短路电流 IOSR 0V ≤ VO ≤ VCC 7 95 mA

静电保护 针脚A, B, Y和Z，测试时使用人体测试模式（HBM） 15 kV
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开关特性

（VCC = 5V ±5%, TA = TMIN 至 TMAX,除非另外说明.）(注 1, 2)

参数 符号 工作条件 最小值 典型值 最大值 单位

驱动器输入到输出
tPLH RDIFF = 54 10 55 60

ns
tPHL CL1 = CL2 = 100pF 10 55 60

驱动器输出延迟到输出 tSKEW RDIFF = 54,CL1=CL2= 100pF 5 10 ns

驱动器加载高电平输出 tZH CL= 100pF, S2 closed 40 70 ns

驱动器加载低电平输出 tZL CL = 100pF, S1 closed 40 70 ns

驱动器空载低电平输出 tLZ CL = 15pF, S1 closed 40 70 ns

驱动器空载高电平输出 tHZ CL = 15pF, S2 closed 40 70 ns

|低电平到高延时-高到低延时| 差分 | tPLH -
tPHL |
接收器输入到输出

tPLH

RDIFF = 54 CL1 = CL2 = 100pF

20 60 100

ns
tPHL

20 60 100

不同接收器偏移 | tPLH - tPHL | RDIFF = 54 CL1 = CL2 = 100pF

接收器输入延迟 | tPLH - tPHL | tZL CRL = 15pF, S1 closed 5 ns

接收器加载低电平输出 tZH CRL = 15pF, S2 closed 10 ns

接收器加载高电平输出 tLZ CRL = 15pF, S1 closed 30 50 ns

接收器低电平工作时关闭时间 tHZ CRL = 15pF, S2 closed 30 50 ns

接收器高电平工作时关闭时间 fMAX 30 50 Mbps

注 1：所有设备引脚的输入电流都是正序电流，所有设备引脚的输出电流都是逆序电流。除非另外说明，

所有电压都与设备接地相关。

注 2：所有的典型规格都由 VCC=3.3V 和 TA=+25℃给出。

注 3：当 DE=0V 时，供电电流规格对加载的收发器无效。

注 4：适用于峰值电流
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测试电路

图 2. 高电平输入（VOH）和低电平输入（VOL）驱动电压 图 3.多种共模电压驱动

图 4 . 接收器高电平输入（VOH）和低电平输入（VOL）

图 5. 驱动差分输出延时和过渡时序
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图 6. 驱动广播时序

图 7. 驱动运行和停止时序图(tPZH, tPSH, tPHZ)

图 8. 驱动运行和停止时序图(tPZH, tPSH, tPHZ)
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图 9. 驱动运行和停止时序图 (tPZH, tPSH, tPHZ)

图 10. 驱动运行和停止时序图(tPZH, tPSH, tPHZ)

注 5：输入脉冲通过具有以下特性得发生器提供：PRR = 250kHz, 50% duty cycle, tr≤6.0ns, ZO = 50Ω.

注 6: CL 包括探测和杂散电容
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功能真值表

发送

输入 输出 X

RE DE DI Z Y

X 1 1 0 1

X 1 0 1 0

0 0 X Z Z

1 0 X Z Z

X-无关

Z-高阻抗

典型信息

图 11. CBM485 典型 RS-485 网络结构

接收

输入 输出

RE DE A-B RO

0 0 +0.2V 1

0 0 -0.2V 0

0 0 open 1

1 0 X Z
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驱动器输出保护

有两个装置可以避免由于故障或总线连接导致的过大的输出电流和功率耗散，一个是折返电流限制，

它在全部共模电压范围内的输出阶段提供瞬时保护以防止短路。另一个是过热保护电路，如果晶粒温度超

温，这个电路强制驱动器转换到高输出阻抗状态。

传输延时

偏移时间仅是在低电平到高电平与高电平到低电平延迟的差别。驱动器/接收器小的偏移时间帮助保

持对称的占空比（占空度 50%）

接收器偏差时间（|tPRLH - tPRHL|）小于 10ns，CBM485 的驱动器偏差时间为 5ns。

典型应用

CBM3485 收发器设计用来在多点总线传输线路上进行双向数据通讯。图 10 表示典型的网络应用电

路。收发器也能用于线路中继器，中继器接线长度超过 4000 英尺。

为使反射信号最小，应当在特性阻抗发生变化前切断线路两端，安装收发器，剩余的主线长度应当尽

可能短。
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封装尺寸及结构

SOP-8

1. A”, “B”尺寸不包括溢料模具或不规则凸起。

2. 对于 A 每一侧最大溢料模具或不规则凸起为 0.15mm(0.006)，对于 B 每一侧为 0.25mm(0.010)

符号
尺寸（mm）

最小值 最大值

A 4.8 5

B 3.8 4

C 1.35 1.75

D 0.33 0.51

F 0.4 1.27

G 1.27

H 5.72

J 0° 8°

K 0.1 0.25

M 0.19 0.25

P 5.8 6.2

R 0.25 0.5
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MSOP-8

COMMON DIMENSIONS

SYMBOL
INCHES MM

MIN. MAX. MIN. MAX.

A 0.116 0.120 2.95 3.05

B 0.116 0.120 2.95 3.05

C -- 0.043 -- 1.10

C1 0.030 0.037 0.75 0.95

D 0.010 0.014 0.25 0.36

F 0.016 0.026 0.41 0.66

G 0.0256BSC 0.65BSC

J 0° 6° 0° 6°

K 0.002 0.006 0.05 0.15

M 0.005 0.007 0.13 0.18

P 0.188 0.198 4.78 5.03

R 0.0207BSC 0.5250BSC



-

CBM485
操作手册

www.corebai.com专 芯 发 展 • 用 芯 服 务 • 创 芯 未 来
- 15 -

包装/订购信息

产品名称 订单编码 温度范围 产品封装 包装标记 运输及包装数量

CBM485

CBM485AS8 -40℃~125℃ SOIC-8(SOP8) CBM485A 编带和卷盘,每卷 2500

CBM485AS8-REEL -40℃~125℃ SOIC-8(SOP8) CBM485C 编带和卷盘,每卷 4000

CBM485AMS8 -40℃~125℃ MSOP8 编带和卷盘,每卷 3000


